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「臺灣智慧系統整合製造平台」供應夥伴產品調查表 

公司名稱  統一編號  

聯絡人  公司電話  行動電話  

職稱  電子信箱  

公司背景 

成立時間： 代表人姓名： 

資本總額(實收)： 公司登記地址： 

員工人數： 前一年度營業額： 

(主要)核心技術： 

 

 

 

主要產品/服務： 

 

 

 

所屬產業領域 

□智慧製造 □金屬加工 □塑膠製造 □智慧製鞋 □智慧健康 □餐飲住宿  

□智慧零售 □智慧能源 □軟體資服 □硬體感測 □半導體   □學界    □其他_______ 

網站連結  

業者提出申請時，即代表同意下列事項：  

1. 同意計畫團隊依個人資料保護法及相關法令規定下，蒐集、處理、利用業者提交申請資料

之所載個人資料，以執行本補助作業，並簽署個人資料提供同意書。  

2. 申請業者保證其非屬公職人員利益衝突迴避法第 2 條所指之公職人員或其關係人。  

3. 同意下列所列聲明事項。 

聲明事項 

(一) 申請業者同意由「臺灣智慧系統整合製造平台」(下稱本平台)執行單位轉請審查委員審查申

請資料。 

(二) 申請業者同意回答審查單位之審查意見。  

(三) 申請業者及申請資料內提及個人資訊之當事人，均已瞭解並同意所提供之個人資訊，將依

相關作業程序進行計畫審查等相關作業；若提供不正確之個人資料，將造成本平台執行單

位無法辦理前述作業。 

(四) 申請業者保證申請資料及附件均屬正確，並保證不侵害他人之相關智慧財產權。  

(五) 申請業者保證於最近 5 年內未曾有執行政府科技計畫之重大違約紀錄。  

(六) 申請業者保證未有因執行政府科技計畫受停權處分而其期間尚未屆滿情事。  
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(七) 申請業者保證於 3 年內無欠繳應納稅捐情事。  

(八) 申請業者保證非屬銀行拒絕往來戶。  

(九) 申請業者保證最近 3 年未有嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身心障礙

者權益保障法之相關規定且情節重大經各中央目的事業主管機關認定之情事。  

(十) 申請業者保證未來針對研發成果，不進行誇大不實之宣導。  

(十一) 申請業者保證於專案申請及執行期間無中資投資。  

(十二) 申請業者保證申請資料所提供之各項內容，均與事實相符，並保證填報資料正確無誤。 

(十三) 若申請業者拒絕聲明上開事項，本平台得不受理申請案；聲明不實經發現者，本平台得駁

回申請，或解除專案服務。  
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欲上架平台之產品名稱及特性描述  (若有多項產品上架，可複製此頁面) 

*產品名稱 

(中/英) 
 

產品類別 

□晶片設計類  □硬體設計類 

□軟體設計類 □應用方案類 

□開發資源類 

□其他：____________________ 

應用領域 

□金屬加工 □塑膠製造 

□智慧鞋業 □智慧健康 

□餐飲住宿 □智慧零售 

□其他：________________ 

*產品功能描述 

(建議 100 字以內) 

請說明產品可提供什麼功能?可說明規格或效能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市場說明 

請說明產品可提供何種解決方案/瞄準之目標客戶。 

 

 

 

 

商品開發程度 

□已有雛型，尚未完整驗證 

□已有小量試產 

□已有量產商品，取證狀態：□是□否□不須 

□其他，____________________________________ 

*產品照片 

(可多張) 

 

 

 

 

 

 


